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Contact: Plated 50u'' Ni Overall Contact Au 3U,pad TIN
PLATING: 

Electrical:
Current Rating :2Amps.max(额定电流:2A最大)

Contact Resistance:100m  max.（端子接触电阻：100m  最大)
Insulation Resistance:1000M  min./500VDC(绝缘阻抗：1000兆欧最小 ）

Insulator: LCP High Temperature Thermoplastic,

Contact: Copper Alloy(铜）T=0.15mm

Specification
MATERIAL:

Voltage Rating :5V AC/DC(额定电压:5V AC/DC)
Ambient Temperature Range :-40°C~+85°C(工作温度：-40度到+85度）
Storage Temperature Range :-40°C~+85°C（工作环境：-40度到+85度）
Ambient Humidity Range :95% R.H. Max.（上锡效果：95%以上）

产品耐温温度：260度

盖子卡托:PA46

Mating Cycles:5000Min Insertions（寿命：5000次）

(塑胶: 黑色LCP，防火等级UL 94V-0)

(端子: 镍底50u,接触点3u,焊点锡50u最少）

UL 94V-0.帽子: LCP
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卡座 推杆式SIM 6+2PIN HYC261-SIM08-300
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卡座 推杆式SIM 6+2PIN（27-SIM08-300）
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